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ABSTRAK 

 Pencemaran lingkungan akibat limbah cair dari proses elektroplating menjadi salah 

satu masalah yang serius. Hal ini disebabkan oleh kandungan logam berat 

berbahaya seperti Tembaga (Cu) dan Nikel (Ni) yang ada pada limbah cair indutri 

elektroplating. Salah satu metode yang efisien dalam mendegradasi logam berat 

adalah adsorpsi dengan memanfaatkan karbon aktif pelepah pisang sebagai 

adsorben. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan karbon aktif pelepah 

pisang sebagai adsorben dalam menurunkan konsentrasi Total Suspended Solid 

(TSS),Tembaga (Cu), dan Nikel (Ni) pada limbah cair elektroplating. Metode 

pengaliran mengguakan system batch dengan variasi massa adsorben (2,5 gr dan 5 

gr) serta waktu kontak (30, 60, dan 120 menit). Hasil menunjukkan efisiensi 

penyisihan tertinggi dicapai pada massa adsorben 5 gr dan waktu kontak 120 menit. 

Efisiensi TSS sebesar 80%, Cu sebesar 90,1%, dan Ni sebesar 71%. Adsorben diuji 

penggunaannya hingga tiga kali siklus, dan tetap menunjukkan efektivitas yang 

relatif stabil. Karbon aktif pelepah pisang dapat digunakan sebagai alternatif 

adsorben yang efisien dan ramah lingkungan untuk pengolahan limbah cair industri 

elektroplating. 

Kata Kunci: Adsorpsi, Karbon aktif, Nikel, Pelepah pisang, Tembaga, TSS  
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ABSTRACT 

Environmental pollution caused by wastewater from the electroplating process has 

become a serious issue. This is due to the presence of hazardous heavy metals such as 

Copper (Cu) and Nickel (Ni) in electroplating industrial effluent. One efficient method for 

degrading heavy metals is adsorption using activated carbon derived from banana fronds 

as an adsorbent. This study aims to analyze the effectiveness of banana frond activated 

carbon as an adsorbent in reducing the concentrations of Total Suspended Solids (TSS), 

Copper (Cu), and Nickel (Ni) in electroplating wastewater. The treatment was carried out 

using a batch system with variations in adsorbent mass (2.5 g and 5 g) and contact time 

(30, 60, and 120 minutes). The results showed the highest removal efficiency was achieved 

at an adsorbent mass of 5 g and a contact time of 120 minutes. The removal efficiencies 

were 80% for TSS, 90.1% for Cu, and 71% for Ni. The adsorbent was tested over three 

cycles and continued to show relatively stable effectiveness. Activated carbon from 

banana fronds can be used as an efficient and environmentally friendly alternative 

adsorbent for treating electroplating industrial wastewater. 

Keywords: Activated Carbon, Adsorption, Banana Pseudo stem, Copper, Nickel, TSS 
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